Przykladowe pytania na pierwsze kolokwium z Projektowania i konstrukeji urzadzen
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Przedstawi¢ droge urzadzenia elektronicznego od jego koncepcji do utylizacji.
Przedstawi¢ klasyfikacje narazen srodowiskowych ze wzgledu na ich zrédlo.
Scharakteryzowac potaczenie owijane.

Scharakteryzowac potaczenie zaciskane.

Jakie metale wchodza w sktad lutéw do lutowania?

Jak mozna odr6zni¢ materiaty dolutowania otowiowego i bezolowiowego?
Scharakteryzowac proces lutowania na fali.

Scharakteryzowac proces lutowania rozptywowego.

W jakim procesie lutowania (otowiowym czy bezotowiowym) trzeba stosowac wyzsza
temperaturg?

. Wymieni¢ typowe usterki wystepujace w procesie lutowania automatycznego.
. Wymieni¢ materiaty stosowane na podtoza obwodéw drukowanych.
. Jakimi cechami powinny si¢ charakteryzowa¢ podtoza obwodéw drukowanych

stosowanych w zakresie wysokich czgstotliwosci?

Wymieni¢ stosowane powtoki obwodéw drukowanych.

Wymieni¢ metody wytwarzania obwodéw drukowanych.

Scharakteryzowa¢ wybrana subtraktywna metode wytwarzania obwodéw
drukowanych.

Scharakteryzowa¢ wybrana addytywna metod¢ wytwarzania obwodéw drukowanych.
Przedstawi¢ kolejno etapy wytwarzania jednowarstwowych obwodéw drukowanych.
Przedstawi¢ kolejno etapy wytwarzania dwuwarstwowych obwodéw drukowanych.
Wymieni¢ kryteria wyboru rozwigzania konstrukcyjnego obwodu drukowanego.
Poda¢ zasady rozmieszczania elementéw na powierzchni obwodu drukowanego.

Od czego zalezy szeroko$¢ $ciezki w obwodzie drukowanym?

Co wplywa na minimalna odlegto$¢ migdzy $ciezkami w obwodzie drukowanym?
Do czego stuza putapki lutowia?



